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奔驰结盟芯片大厂英伟达
意欲何为？

本报记者 沈丛

日前，梅赛德斯-奔驰官方宣布：正在与半导体制造商英伟达合作，共同开发下一代汽车计算平台，以提供从
无线软件更新到自动驾驶的各种服务。而仅仅在四天前，奔驰刚刚正式公布了，其与宝马签署共同开发自动驾驶技
术的协议终止，双方改为各自在自动驾驶科技领域上努力。至此，意味着奔驰与宝马从此“一别两宽”，正式宣告
“分手”。那么奔驰结束与宝马的联盟，转向结盟英伟达，究竟为哪般？

携手英伟达

奔驰以“芯”为主

作为汽车行业的两大龙头企业，奔驰与
宝马的携手一直被外界看好。在2019年初，两
家公司宣布计划斥资逾10亿美元，在自动驾
驶汽车、叫车服务、电动滑板车、共享汽车和
充电桩等领域开展合作。谁能想到仅仅过了
一年多，两大车企便就此“分道扬镳”，四天之
后，奔驰便迅速投奔了英伟达的“怀抱”。

奔驰与英伟达的合作并非“一时兴
起”，二者的“姻缘”可以追溯到2017年。
早在 2017 年 1 月的国际消费电子展上，奔
驰宣布与英伟达共同开发 AI 汽车。随后
在2018年消费电子展上，两家公司展示了
一款名为 Mercedes-Benz User Experience
（梅赛德斯·奔驰用户体验） 的概念座舱，
该座舱将AI技术注入了汽车信息娱乐系统
中。本次与宝马“分手”后，奔驰将使用
英伟达的Orin芯片，开发下一代车载计算
系统，该系统将基于英伟达的Drive产品，
为实现2024年将全面搭载的L2-L3级自动
驾驶功能，以及为最高可达L4级的自动泊
车功能提供算力支持。可见，本次双方在
自动驾驶方面的合作将更聚集、更深入。

那么奔驰究竟因何而“变心”？据了

解，宝马在与奔驰达成合作之前，已经与
全球最大的 ADAS 系统供应商 Mobileye 组
建了一个自动驾驶同盟，基于其EyeQ系列
芯片研发自动驾驶。这就意味着先前奔驰
在与宝马合作的过程中，奔驰要选用Mo-
bileye的芯片来构建关键的自动驾驶计算单
元。国外咨询机构 Guidehouse 首席分析师
Sam Abuelsamid 曾分析，这或许是奔驰与
宝马两大车企“分手”的主要原因，认为
与 Mobileye 的产品相比，Orin 看起来是更
强大的解决方案。

有公开资料也印证了这一猜测，据悉，
Mobileye 规 划 的 下 一 代 自 动 驾 驶 芯 片
EyeQ 5，其算力为24TOPS（每秒运算24万
亿次），而英伟达去年底发布的Orin，算力则
高达 200TOPS（每秒运算 200 万亿次）。而
Orin 的核心是一个系统级芯片，总共包含
170亿个晶体管，与英伟达的图形芯片架构
和Hercules内核进行集成，两者均由AI和机
器学习加速器内核进行补充。

可见，比起宝马来说，奔驰更看重英伟
达的“芯”。

车厂不再

“闭门造车”

在汽车智能化浪潮兴起的今天，自动驾

驶已经成了各大车企间争相竞赛的焦点，
而这一切竞赛的核心其实只是一枚小小的
芯片。因此，汽车企业与芯片企业的强强联
手已经屡见不鲜。例如，奥迪与三星电子达
成合作协议，从2018年开始，三星电子向
奥迪供应无人驾驶所需的Exynos处理器；上
汽集团先后宣布与 Mobileye、英飞凌、华
为、英伟达、高通等国际芯片巨头开启战略
合作；宝马在2018年投资了英国人工智能
芯片硬件设计初创公司Graphcore……

那么车企与车企间的结合与车企与芯片
企业间结合对于自动驾驶技术的开发究竟有
何不同？

赛迪顾问汽车产业研究中心总经理鹿文
亮向记者表示：“在此前，汽车主机厂
（OEM）都习惯于与一级供应商（Tier1）相
互合作。同时，车企之间也会有很多合作关
系，为的是提高研发效率、降低成本。但是
随着汽车智能化的发展，‘用软件定义汽
车’成为了如今的大趋势，芯片成了构建新
一代电子架构最核心的关键。因此为了能更
好的构建新一代电子架构，很多主机厂开始
选择直接与芯片企业建立紧密的合作关系，
这也是此次奔驰与英伟达合作与以往相比最本
质的不同。”

集邦咨询分析师也表示，完成自动驾驶
的过程为感知、决策、控制，各类芯片在各
环节皆扮演重要角色，加上需要进行感测

数据融合、大量运算、低延迟传输与快速
反应等，使得在车企在芯片上的合作较以
往来说变得更加重要。

可见，随着“用软件定义汽车”逐渐
成为大趋势，车厂也不再选择“闭门造
车”，而是纷纷选择与芯片厂商进行合作。
与其说目前是车企间自动驾驶技术的竞
赛，不如说这是一场芯片竞赛。

用软件定义汽车

硬件是关键

不言而喻，本次奔驰与英伟达的结
合，最终的目标便是未来能够“用软件定
义汽车”，开启自动驾驶的新纪元，但是若
想实现并非易事。“本身车用软件就需要做
多层面的升级，包含算法、使用界面、安
全警示等。而自动驾驶的需求将会更加严
峻，因为软件更新频率将会缩短，需要借
助OTA （Over The Air） 功能，与以往的
车用软件有不小的差异，考量范围需要更
广更深。” 集邦咨询分析师说道。

然而，在软件定义汽车的背后，如果
没有一个高性能、高品质、标准化的硬件
平台，便难以长时间支撑车载软件的升
级。而这个硬件平台需要什么来提供动力
才会变得强大？其实，依旧是那颗小小的

芯片。
鹿文亮表示，汽车的平均迭代周期

较长，一般在 10 年左右。因此，有了高
性能、高品质、标准化的硬件平台，才
能支撑汽车未来的软件升级，而强大的
硬件平台往往也需要高性能的系统级芯
片来进行支撑。

英伟达相关负责人也向记者介绍，
本次英伟达与奔驰合作意在开发汽车的
自动驾驶功能，其中一个主要功能是自
动执行从起点 A 地到终点 B 地的常规路
线 行 驶 功 能 ， 该 系 统 将 基 于 英 伟 达 的
Drive 产品。Drive 产品不仅具备软件的无
线更新应用和功能的能力，同时也具备
高算力的硬件能力，因此能够为新系统
的开发奠定基础。

而 Orin 的核心便是一个系统级芯片，
总共包含170亿个晶体管，与英伟达的图形
芯片架构和Hercules内核进行集成，两者均
由AI和机器学习加速器内核进行补充，它
们 每 秒 可 执 行 200 万 亿 次 操 作 （即
200TOPS），几乎是 英伟达上一代 Xavier
系统级芯片性能的 7 倍。在性能大幅提升
的同时，进一步优化了能耗比。而这也是
奔驰选择与宝马“分手”，投奔英伟达“怀
抱”的关键。

要问这些企业的分分合合究竟是为哪
般？说到底，还是为了那一颗小小的芯片。


